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ミニマル装置一覧
No. 工程１ 工程２ 装置名 メーカー 装置概要 販売

54 ダイシング Blade dicer

ブレードダイサ ㈱ディスコ ・ 純水リサイクルシステム内蔵のダイシング装置
・ DBGプロセス向けハーフカットダイシング仕様 販売可能

55 保護膜 Laminator

ラミネータ ㈱ディスコ ・ ウェハ研削時の表面保護テープ貼付け装置 販売可能

56 PZT Sol-Gel Station

PZT ゾルゲル
リソテックジャパン㈱
坂口電熱㈱

・ PZT（チタン酸ジルコン酸鉛）の塗布、焼成を繰り返し処理が
　自動で可能 未定

57 Sputtering

スパッタ 誠南工業㈱ ・ HIPIMSによる高密度プラズマ
・ PZTターゲット採用 未定

58 ミリング Ion Milling

イオンミリング ㈱片桐エンジニアリング ・ Arプラズマのイオンビームによりウェハ・薄膜等を削る装置 未定

59 反転機 Inverter

反転 ㈱三明 ・ ウェハのパターンエリアに接触する事なくシャトルから搬送し、ウェハ
　端面のみをクランプし、表裏反転する装置 販売可能

60 移載機 Wafer Sorter

ウェハ移載 アイチシステム㈱ ・ シッピングケースからシャトル、又逆に、シャトルから
　シッピングケースにボタン一つでウェハを自動で移す装置 未定

61 マルチ
ボンダ

Multi Chip Bonder

マルチチップボンダ テクノデザイン㈱

・ ダイシングされたチップ6種を2インチサイズのトレイ6枚での
　カセット方式で供給
・ トレイ上のチップの向きを変え、フェイスアップ・フェイスダウン
　ボンディングに対応

未定

62 3DIC ECR Etcher

高速ECRエッチャ
㈱新興精機
誠南工業㈱

・ 準共鳴型電子サイクロトロン共鳴技術に基づく超小型プラズマ源
　を用いたエッチング装置
・ 3D-IC用TSV（シリコン貫通電極）構造を可能にするSi高速
　エッチング装置

未定

63 ダイ
アタッチ

Die Bonder

ダイボンダ ㈱石井工作研究所
・ 基板とウェハを銀ペーストで接着する装置
・ ワーク検査、ペースト塗布、圧着、キュアまでの一連のプロセスを
　ミニマルファブ規格の超コンパクトサイズで実現

販売可能

64 モールド Compression Molding

圧縮モールド成形 アピックヤマダ㈱
・ キャリア基板にダイボンドされたミニマルハーフインチウェハをそのまま
　樹脂封止、ミニマル（BGA）パッケージングプロセスの主要工程を
　担う、後工程パッケージング樹脂封止装置

販売可能

65 ビア形成 Laser Ablation

レーザアブレーション 澁谷工業㈱
・ ミニマルパッケージのモールド表面とシリコンチップを接続する
　ビアホール、 モールド表面へのアライメントマーク、外部配線用
　銅めっき前処理の各種加工のための装置

販売可能

66 めっき Cu Electroplating Station

Cuめっき

石田産業㈱
晴喜製作所㈱
熊本防錆工業㈱

・ 電解めっき装置
・ めっき、水洗、後処理（防錆）までの一連動作可能
・ 種々金属の電解めっきに対応可能

販売可能

67 保護膜
Ink Jet Printer

インクジェットプリンタ テクノデザイン㈱
・ ソルダレジストインクをインクジェット塗布・成膜させる装置で、
　ビットマップデータの変更だけで描画パターンが変更でき、塗布
　直後にインク表面をUV仮硬化

未定

68 はんだ Ball Mounter

ボールマウンタ 澁谷工業㈱

・ ボールマウンタとはBGAパッケージ製造ラインの最終工程である
　外部端子形成手段として、パッケージのパッド部分にはんだ
　ボールを精度良く搭載する装置
・ φ0.4mm～φ0.15mmのはんだボールの搭載が可能

販売可能

69 リフロ Reflow

リフロ
リソテックジャパン㈱
坂口電熱㈱

・ レーザ加熱によるリフロ装置
・ N2雰囲気での加熱が可能
・ レーザ加熱方式のためプロファイル制御が容易

販売可能

70 ワイヤ Wire Bonder

ワイヤボンダ ㈱カイジョー

・ ミニマルBGAパッケージ工程装置のひとつ
・ ミニマルQFNパッケージ工程装置のひとつ
・ Auワイヤ接続
・ Auバンプ形成装置

未定

特定用途

パッケージ

PZT

No. 工程１ 工程２ 装置名 メーカー 装置概要 販売

1 RCA RCA Station

RCA洗浄
イーティーシステム
エンジニアリング㈱

・ アンモニア、塩酸、フッ酸による洗浄装置
・ 酸およびアルカリの洗浄室を持ちクロスコンタミの防止
・ ランプヒータによる昇温プロセスおよび超音波洗浄を実現

2022年
10月以降

2 SPM Piranha Clean

硫酸過水洗浄
イーティーシステム
エンジニアリング㈱

・ 硫酸、過酸化水素水による洗浄装置
・ シリンジポンプによる微小配合コントロールが可能
・ ランプヒータによる昇温プロセスおよび超音波洗浄を実現

未定

3 RCA RCA Station

RCA洗浄 ㈱ゼビオス

・ 両面洗浄対応のRCA洗浄機
・ 洗浄液吐出直前に各薬液を秤量及び混合・温調することで、
　常に一定の洗浄効果を得ることが可能
・ 各薬液ボトルを搭載し、容易に着脱液充填が可能
・ 各ボトルにフィルタリング機能を実装し、薬液劣化を防ぐことが可能

2022年
10月以降

4 塗布 Coater

レジストコータ リソテックジャパン㈱ ・ 複数モジュールを小型化し高密度実装することで従来装置に
　比べ大幅な小型化に成功し、かつ良好なプロセス性能を実現 販売可能

5 Maskless Exposure

マスクレス露光 ㈱ピーエムティー

・DMDによる直接描画方式により、自由かつ　低コストなマスクレス
　露光が可能
・露光分解能 0.5μm (L/S)
　データ分解能 用途に応じて選択可能
　0.05μm/px（なめらか）～0.5μm/px（高速）
・両面アライメント機能(開発中)

販売可能

6 Maskless Exposure

マスクレス露光 ㈱大日本科研
・ 独自の高速描画「ポイント・アレイ方式」を用いて直接パターンを
　描画することが可能
・ フォトマスクを必要とせず、コストと時間のカットを実現

未定

7 Mask Aligner

マスクアライナ ㈱三明
・ ウェハ表裏からのカメラ撮像にて両面アライメントが可能
・ ハイパワーLED光源を使用し厚膜レジスト露光も可能となり
　MEMSに最適

販売可能

8 EB Exposure

EB露光 ㈱TCK
・ 超高真空と可搬式を両立したショットキエミッション電子線源搭載
・ 低加速時の線幅計測だけでなく高加速時の電子線描画装置も
　可能

2022年
4月以降

9 現像 Developer

デベロッパ リソテックジャパン㈱ ・ スピン現像®に対応し、ごく僅かな現像液で処理可能 販売可能

10 Oxidation Furnace

酸化 光洋サーモシステム㈱ ・ 抵抗加熱方式の利点（温度の安定性・ウェハ面内ばらつきが
　少ない）はそのままに小型化を実現 販売可能

11 HP Oxidation Furnace

高圧酸化 光洋サーモシステム㈱ ・ 抵抗加熱方式の縦型炉
・ 従来の常圧酸化炉に比べ、高酸化レートを実現 未定

12 Pyrogenic Oxidation

パイロ酸化 光洋サーモシステム㈱
・ 抵抗加熱方式の縦型炉
・ パイロジェニック方式の採用で、高速酸化が可能になり、プロセス
　タイムを削減

販売可能

13 Focused Light Heating

集光式加熱 ㈱米倉製作所
・ ハロゲンランプの光を反射鏡により収束しウェハ表面に集める
　集光加熱方式
・ 短時間で昇温が可能で最高1300℃まで加熱できる

販売可能

14 Laser Heating

レーザ加熱 坂口電熱㈱

・ ウェハの急速昇降温（1.5秒でMax.1200℃）が可能
・ ウェハ径φ12.5mmに対し、φ10mm以内の酸化膜厚の
　ばらつきは、1%以下（1σ）
・ 細かい温度制御で、俊敏なプロセス温度追従性を実現
・ 蓄排熱少、省エネ、生産効率向上、環境負荷低減に効果的
・ レーザ寿命が長く、メンテナンスコスト低減

販売可能

15 成膜 スパッタ Sputtering

スパッタ 誠南工業㈱

・ 小型1インチマグネトロンスパッタ源
・ HIPIMS（High Power Impulsed Magnetron
　Sputtering）による高密度プラズマ
・ DC、DCパルス、RF電源対応可能
・ 逆スパッタ機能搭載可能

販売可能

洗浄

フォト 露光

酸化酸化



No. 工程１ 工程２ 装置名 メーカー 装置概要 販売

16 Sputtering

マルチターゲットスパッタ
㈱ワイドテクノ
誠南工業㈱

・ ヘリコン波プラズマを用いた低ダメージ高速低圧スパッタ装置
・ マルチターゲット対応

未定

17 Sputtering

マルチターゲットスパッタ ㈱片桐エンジニアリング
・ 同時に3種類までターゲットを搭載できる、マルチターゲット
　スパッタ装置
・ 多層成膜が可能

未定

18 Sputtering

マルチターゲットスパッタ ㈱菅製作所
・ 同時に3種類までターゲットを搭載できる、マルチターゲット
　スパッタ装置
・ 多層成膜が可能

2022年
4月以降

19 LP-CVD LP-CVD

抵抗加熱型減圧CVD 光洋サーモシステム㈱ ・ 抵抗加熱方式によるLPCVD装置
・ ポリシリコン、シリコン窒化膜形成

未定

20 集光型
CVD

CVD

集光加熱型CVD 誠南工業㈱ ・ ハーフインチウェハ上にシリコン薄膜を熱CVD成長 未定

21 TEOS PE-CVD

TEOS プラズマCVD SPPテクノロジーズ㈱
・ 300℃以下の低温にて、酸化膜の成膜が可能
・ 液体TEOS材料タンクを筐体に内蔵
・ CCPソース使用

販売可能

22 SiN PE-CVD

SiN プラズマCVD SPPテクノロジーズ㈱
・ 300℃以下の低温にて、窒化膜の成膜が可能
・ 液体ソース系の代替シラン材料を使用
・ 安全管理コストも考慮

販売可能

23 SiN Mirror PE-CVD

SiNマイクロ波励起プラズマ
㈱コーテック
誠南工業㈱

・ 磁場閉じ込め型マイクロ波励起高密度プラズマ源を用いた
　低温・低ダメージシリコン窒化膜成膜装置

2022年
4月以降

24 蒸着 Evaporator

電子ビーム蒸着装置 ㈱アリオス ・電子ビーム蒸着源を3基搭載し、各種材料の蒸着が可能 2022年
4月以降

25 CCP Etcher

CCPエッチャ ㈱片桐エンジニアリング ・ 2周波励起CCP方式のプラズマ源の採用により、プラズマ生成と
　基板ステージにかかるバイアス電圧を個別に制御可能 販売可能

26 Micro Plasma Etcher

マイクロプラズマエッチング ㈱三友製作所
・ マイクロプラズマとRFプラズマの組み合わせにより効率的かつ
　高レート、高均一性のエッチングが可能
・ ガス種の変更によりアッシングも可能

販売可能

27 Deep Reactive Ion Etching

シリコン深掘りエッチャ SPPテクノロジーズ㈱

・ 世界初、ミニマル装置でのBoschプロセスを用いたシリコン深掘り
　加工を実現
・ シリコンMEMSデバイス（加速度センサ等）、シリコン光導波路
　の加工等に適用可能

販売可能

28 Metal Plasma Etcher

メタルエッチャ SPPテクノロジーズ㈱
・ ICPソースを用いたアルミ薄膜エッチング装置
・ SiO2、SiN、GaNや各種化合物のエッチングも可能
・ 塩素系プロセスガスに対する安全仕様を実装

販売可能

29
Neutral-Beam Processing

中性粒子ビームプロセス装置 SPPテクノロジーズ㈱

・ 東北大寒川研開発の中性粒子ビームエッチング装置をミニマルで
　実現
・ プラズマからの高エネルギーイオン・紫外線照射を大幅に抑制する
　ことで様々な材料の超低損傷・異方性エッチング加工が可能

未定

30 Oxide Wet Etcher

酸化膜エッチング
イーティーシステム
エンジニアリング㈱

・ 緩衝フッ酸による酸化膜エッチング装置
・ シリンジポンプによる微小流量コントロールが可能
・ 流速制御によるリンスの性向上

未定

31 Al Wet Etcher

アルミエッチング
イーティーシステム
エンジニアリング㈱

・ リン硝酢酸によるアルミエッチング装置
・ シリンジポンプによる微小流量コントロールが可能
・ 流速制御によるリンスの性向上

未定

32 Cu Wet Etcher

銅エッチング
イーティーシステム
エンジニアリング㈱

・ 塩化第二鉄水溶液による銅エッチング装置
・ シリンジポンプによる微小流量コントロールが可能
・ ランプヒータによる昇温プロセスを実現

未定

33 H2SO4-H2O2 Etcher

ウェットエッチング ㈱ゼビオス ・ 両面洗浄対応のRCA洗浄機の改良版
・ 硫酸過水やリン酸による安定したエッチングレートを実現 未定

34 不純物
導入

イオン
注入

Ion Implantation System

イオン注入 フジ・インバック㈱
・ メガファブ方式をそのまま小型化することは出来ないため、独自の
　質量分離や高電圧加速方式を導入
・ イオン種、注入条件ごとに分けた単機能装置とし、小型化に成功

未定

成膜

スパッタ

PE-CVD

エッチング

ドライ

ウェット

No. 工程１ 工程２ 装置名 メーカー 装置概要 販売
35 SOD

コータ
SOD Doping Station

SODドーピング リソテックジャパン㈱ ・ 薬液をシリンジ供給とすることで様々な薬液に対応可能 販売可能

36 Diffusion Furnace

拡散 光洋サーモシステム㈱ ・ 抵抗加熱方式の利点（温度の安定性）はそのままに小型化を
　実現 販売可能

37 Laser Heating

レーザ加熱 坂口電熱㈱
・ 蓄排熱少、省エネ、生産効率向上、環境負荷低減に効果的
・ ウェハ裏面へレーザ照射し、ウェハ表面の成膜や配線に影響
　しないアニールが可能

販売可能

38 シンタ
リング

レーザ
加熱

Laser Heating

レーザ加熱 坂口電熱㈱

・ 細かい温度制御で、俊敏なプロセス温度追従性を実現
・ 蓄排熱少、省エネ、生産効率向上、環境負荷低減に効果的
・ ウェハ裏面へレーザ照射し、ウェハ表面の成膜や配線に影響
　しないアニールが可能

販売可能

39 ドライ Asher

アッシャ － ・ 各種プラズマエッチング装置で併用可能 販売可能

40 Resist Remover

レジスト除去
イーティーシステム
エンジニアリング㈱

・ 硫酸、過酸化水素水による洗浄装置
・ シリンジポンプによる微小配合コントロールが可能
・ ランプヒータによる昇温プロセスおよび超音波洗浄を実現

未定

41 Acetone Cleaner

アセトン洗浄 リソテックジャパン㈱ ・ 複数モジュールを小型化し高密度実装することで従来装置に
　比べ大幅な小型化に成功し、かつ良好なプロセス性能を実現 販売可能

42 Acetone-IPA Cleaner

アセトン洗浄 ㈱ゼビオス ・ 両面洗浄対応のRCA洗浄機の改良版
・ 超音波を搭載し、金属膜のリフトオフマージン拡大

2022年
10月以降

43 Water Plasma Asher

水プラズマアッシング
㈱米倉製作所
立山マシン㈱

・ 薬液不要
・ 純水中でプラズマを発生させ、低ダメージのレジストアッシングが
　可能

未定

44 SEM CD-SEM

CD-SEM ㈱TCK

・ 超高真空と可搬式を両立したショットキエミッション電子線源
　搭載の多用途対応CD-SEM
・ 低加速時の線幅計測だけでなく高加速時の電子線描画装置も
　可能

2022年
4月以降

45 微粒子 Wafer Surface Scanner

表面異物検査 ㈱山梨技術工房 ・ 最小測定粒径0.152μｍのウェハ上の微粒子数を測定可能
・ 異物マップ表示可能 販売可能

46 膜厚 Optical Thickness Tester

光学膜厚測定 ㈱堀場エステック

・ 光干渉の技術を使い、酸化膜・レジスト等、光干渉を起こす
　各種膜の膜厚測定が可能
 ・ 0.5"当り最大500点測定、合計3000点までの測定結果・
　マップ表示も装備

販売可能

47
表面元素

分析
(膜厚)

Total Reflection X-Ray Fluorescence

全反射蛍光X線装置 ㈱堀場エステック
・ TiN 平均膜厚30nmを30秒で測定などメタル膜厚を高速で
　計測
・ウェハ表面の元素スペクトル測定が可能

販売可能

48 Microscope

顕微鏡 ㈱三明 ・ ウェハ表面全域をクリーン環境のまま、モニタ観察可能
・ ウェハ撮像データはUSBメモリに出力可能

販売可能

49 3D Microscope

3D顕微鏡 ㈱ディスコ ・ ウェハ全面のカラー＆3D画像を取得
・ 表面形状のnm計測が可能なマルチファンクショナル顕微鏡 未定

50 Device Tester

デバイステスタ ㈱ロジックリサーチ

・ CADデータからデバイス座標データを取り込み、最大4ピンの
　フルオートプロービングが可能
・ 針圧力検出機構搭載によりソフトコンタクトを実現
・ N2環境下での高精度なパラメトリック測定が可能
（I-V測定、 C-V測定対応）

販売可能

51
IC Tester

ICテスタ ㈱ロジックリサーチ ・ メモリ/ロジックIC等に対応した多ピンのICテスタ 未定

52 CMP CMP
CMP 不二越機械工業㈱

・ ミニマルウェハ（ハーフインチ）に対応したCMP装置
・ ウェハのCMP加工、洗浄及び、研磨加工後のメンテナンス作業
　などをすべて自動で行う機能を装備

販売可能

53 研削 Grinder

グラインダ ㈱ディスコ ・ 純水リサイクルシステム内蔵の研削装置
・ 専用ホイールにて生産性と良好な品質を両立 販売可能

熱拡散

レジスト
除去 ウェット

検査

顕微鏡

テスタ

特定用途

不純物
導入


